DMS-Installationen mit den
Klebstoffsystemen M-Bond 43-B,
M-Bond 600 und M-Bond 610

1. Einleitung

Die Micro Measurements Klebstoffe M-Bond 43-B, 600
und 610 sind hochleistungsfihige Epoxydharze, die spe-
ziell fir das Kleben von DMS und Spezialsensoren zu-
sammengestellt wurden. Bel entsprechender Aushértung
ist der M-Bond 43-B im Temperaturbereich von -269 °C
bis +175 °C einsetzbar und der M-Bond 600 sowie der M-
Bond 610 kurzzeitig bis +370 °C. Wie bei anderen orga-
nischen Stoffen ist die Lebensdauer durch Oxydation und
Sublimation bei erhohten Temperaturen begrenzt. Der M-
Bond 43-B ist fir Messwertaufnehmer bis zu +120 °C
empfehlenswert und der M-Bond 610 fiir Messwertauf-
nehmer bis zu +230 °C.

Um entsprechende Ergebnisse zu erhalten, sollten die hier
dargestellten Techniken und Verfahren mit qualifiziertem
Micro Measurements Installationszubehor angewandt
werden (Katalog A-110). M-Line Zubehérteile fiir dieses
Verfahren sind:

CSM-1A Entfetter oder
GC-6 Isopropyl Alkohol
Silikon Schmirgelpapier

M-Prep Conditioner A
M-Prep Neutralizer 5A
GSP-1 Gazetupfer
CSP-1 Wattestibchen
MIG 2 Myl ar Tape
TFE-1 Teflonfilm
HSC-1 Federklemmen
GT-14 Anpresskissen und Druckplatte

Die verschiedenen Installationstechniken sind auf einem
Videoband beschrieben, welches auf Anfrage kostenlos
zugeschickt wird

2. Mischanleitungen

Da der M-Bond 43-B ein l6sungsmittelverdiinntes vorka-
talysiertes Epoxydharzgemisch ist, kann er im Anlieferzu-
stand bei Raumtemperatur direkt verarbeitet werden. Der
M-Bond 600 und der M-Bond 610 dagegen sind Zwei-
Komponenten Systeme. Diese miissen wie folgt gemischt
werden:

1. Harz (Adhesive) und die Harter (Curing Agent) miissen
vor dem Offnen auf Umgebungstemperatur sein.

2. Beiliegenden Kunstofftrichter verwenden und Harter
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(Curing Agent) in das Harzflaschchen leeren. Trichter
nach Gebrauch wegwerfen.

3. Fasche mit der beiliegenden Pinselkappe verschlieben
und Inhalt durch kraftiges Schiitteln (10 sec.) mischen.

4, Mischdatum auf Flaschenetikett vermerken.

Frisch gemischten Klebstoff mindestens eine Stunde vor
der Anwendung ruhen lassen.

3. Oberflachenvorbereitung

Die Oberflichenvorbereitungstechniken sind ausfiihrlich
im Instruktionsbulletin B-129-7 beschrieben. Die Reini-
gungsverfahren fiir Metalloberflichen erfordern norma
lerweise das Entfetten mit Losungsmittel, entweder mit
CSM-1 Entfetter oder GC-6 Isopropyl Alkohol. Es folgt
Abschmirgeln und Reinigen mit M-Prep Conditioner A.
Danach Neutralisieren mit M-Prep Neutralizer 5A. Die
Oberflachenvorbereitung auf groBerer Flaiche vornehmen,
als der DMS einnimmt. Die Oberflachen sollten frel von
Lochern und Unebenheiten sein. Porose Oberfliachen
konnen mit einem gefiillten Epoxydharz versiegelt werden,
wie z. B. M-Bond GA-61. Dieses wird dann ausgehartet
und abgeschmirgelt.

4. Haltbarkeit und Topfzeit

Bel Raumtemperatur hat der M-Bond 600 eine Lagerzeit
von etwa drei Monaten, wihrend der M-Bond 43-B und
der M-Bond 610 tiber neun Monate halten.

Einmal geoffnet und gemischt, haben der M-Bond 600
und der M-Bond 610 bei Raumtemperatur eine Topfzeit
von zwei Wochen bzw. sechs Wochen. Da der M-Bond
43-B immer gemischt ist, ist die Topfzeit gleich der Halt-
barkeitsdauer, wenn er sich in einem fest verschlossenen
Behilter befindet.

Diese Nutzungszeiten konnen oft durch Kiihllagerung bei
0 °C his 5 °C verdoppelt werden.

Nie eine gekiihlte Flasche 6ffnen, bevor der Inhalt
Umgebungstemperatur erreicht hat.
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Vorsichtsmainahmen

Epoxydharze und Hirter konnen bei empfindlichen
Personen Dermatitis oder andere allergische Reaktio-
nen hervorrufen.

Folgendes sollte beachtet werden:
(1.) Hautkontakt mit Harz oder Hirter vermeiden.

(2.) Langes oder wiederholtes Einatmen der Dampfe
vermeiden.

(3.) In gut geliifteten Raumen arbeiten.

Sollte es dennoch zu Hautkontakt kommen, waschen
Sie sofort die betroffene Stelle mit Seife und Wasser.
Kommt es zu Kontakt mit den Augen, spiilen Sie diese
sofort aus und suchen Sie einen Arzt auf. Gummi-
handschuhe und Kittel sind empfehlenswert und die
Sicherheit sollte nicht durch Verunreinigungen der
Arbeitsfliche, der Werkzeuge, der Behilteroberfliche
u.sw. beeintrichtigt werden. Verschiittetes sollte so-
fort gereinigt werden. Zusitzliche Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen finden sich im Sicherheits-
datenblatt.

5. DMS-Installationen

Die Grundschritte fiir das Kleben von DMS unter Ver-
wendung der Klebstoffe M-Bond 43-B, M-Bond 600 und
M-Bond 610 sind auf dieser und den folgenden Seiten
dargestellt.

1. Schritt:

Klebeflache sorgfiltig mit einem Losungsmittel entfetten,
wie z.B. CSM-1A Entfetter oder GC-6 Isopropyl Alkohol
(Abb. 1). CSM-1A ist zu bevorzugen, aber es gibt einige
Materialien, (z.B. Titan und einige Kunststoffe), die mit
chlorierten Losungsmitteln reagieren konnen. In solchen
Fillen ist GC-6 Isopropyl Alkohol vorzuziehen. Nicht mit
verunreinigten Losungsmitteln entfetten. Daher ist der
Gebrauch von Spraydosen sehr empfehlenswert.
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Schritt 1

2. Schritt:

Vorausgehendes Schmirgeln mit 220- oder 320- Grit
Schmirgelpapier (Abb. 2a) ist im allgemeinen dann erfor-
derlich, wenn die Oberflichen oxydiert sind. Endgiiltige

Schmirgeln erfolgt mit 320- oder 400- Grit Schmirgelpa-
pier auf Oberflachen, die sorgfiltig mit M-Prep Conditio-
ner A befeuchtet wurden. Dem folgt das Trockenwischen
mit einem Gazetupfer. NaBschmirgeln wiederholen, da-
nach die Oberfliche sorgfiltig trockenwischen (Abb. 2b).

Mit 4H Bleistift (auf Aluminium) oder leerem Kugel-
schreiber (auf Stahl) Positionierungsmarkierungen (nicht
anreifen) anzeichnen. Mehrmals M-Prep Conditioner A
auftragen und mit Wattestdbchen solange abwischen, bis
diese sauber bleiben. Alle Riickstinde und den Conditioner
durch nochmaliges sorgfiltiges Abwischen mit einem Ga-
zetupfer entfernen. Kein Losungsmittel auf der Oberfldche
antrocknen lassen, da dies einen Film hinterlasst, der die
Klebung stort.

Schritt 2

3. Schritt:

Reichlich M-Prep Neutralizer 5A auftragen und mit Wat-
testibchen verteilen (Abb. 3). In einer Bewegung mit Ga-
zetupfer abwischen. Nicht hin- und herwischen. Dies
konnte Verunreinigungen auf der Oberflache verursachen.
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Schritt 3

4. Schritt:

DMS mit gereinigter Pinzette aus Mylar-Umschlagneh-
men, mit der Klebeseite nach unten auf eine chemisch
saubere Glasplatte oder eine leere DMS-Box legen. Lot-
stiitzpunkt, wenn erforderlich, neben den DMS legen.
DMS mit Mylarhiille halten, und ein kurzes Stiick Mylar-



Klebeband (MJG-2) iiber die Hilfte des DMS und den
gesamten Latstiitzpunkt kleben (Abb. 4).
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5. Schritt:

Klebeband mit DMS und Létstiitzpunkt in einem flachen
Winkel (etwa 30°) abheben und auf das Bauteil iibertra-
gen. Sicherstellen, dass die DMS-Markierungen mit den
Markierungen auf dem Bauteil {ibereinstimmen. Ist dies
nicht der Fall, Ende des Bandes im flachen Winkel anhe-
ben, die Position korrigieren und Band in der gleichen
Weise wie vorher befestigen (Abb. 5). Die Verwendung
von Pinzetten erleichtert diese Arbeiten.

Hinweis: Die "hot-tack”- Methode kann angewandt
werden, wenn keine Klebebinder eingesetzt werden
sollen. Diese Methode wird im Anschluss an Schritt 9
erklart.

Schritt 5

6. Schritt:

Durch das Anheben in einem flachen Winkel ein Ende des
Mylar-Bandes vom Bauteil abziehen, um den DMS und
den Latstiitzpunkt anzuheben, eine Art Schlaufe bilden. So
kann es nach dem Klebstoffauftrag akkurat in die Position
zuriickgebracht werden (Abb. 6).

DMS, Lotstitzpunkt und Bauteiloberfliche mit einer
diinnen Klebstoffschicht versehen. Bei DM S mit offenem
Gitter diese auch mit diinner Klebstoffschicht versehen.
Kontakt von Kleber-Pinsel mit Bandmastix vermeiden.
Aufgetragenen Klebstoff durch Verdunsten des Lo-
sungsmittels  lufttrocknen lassen (5 bis 30 Minuten bel
+24 °C und bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit). Langere

Zeiten fiir das Lufttrocknen sind bei niedrigeren Tempera-
turen und/oder hoherer Luftfeuchtigkeit erforderlich.

Hinweis: Bei langen DM Siist fiir das L ufttrocknen mit
43-B ein zusitzlicher Schritt vorteilhaft: Nach dem
Lufttrocknen die nicht angepresste Installation fiir 30
Minuten bei +85°C im Ofen weiter trocknen.

Schritt 6

7. Schritt:

Mylar-Klebeband mit DMS und Létstiitzpunkt in seine
urspriingliche Position tiber den Markierungen zuriick-
bringen und gut befestigen. DM S-Létstiitzpunktfliche mit
einem diinnen Teflon'-Film abdecken. Wenn notig, Ende
des Teflonstiicks mit Mylar-Tape befestigen.

2,5 mm dickes Silikon-Gummi-Kissen und darauf eine
Metalldruckplatte (vorzugsweise Aluminium), etwas gro-
Ber as die DMS-Lotstiitzpunkt-Flachen, auf die Installa
tion legen (Abb. 7). GroBere Kissen konnen die richtige
Ausbreitung des Klebstoffs einschrinken und leiten restli-
che Losungsmittel wihrend des Aushirteverfahrens un-
geniigend ab.

Hinweis: Die Schritte 6, 7 und 8 miissen komplett in-
nerhalb von 30 Minuten bei M-Bond 600, innerhalb
von 4 Stunden bel M-Bond 610 und innerhalb von 24
Stunden fiir den M-Bond 43-B ausgefiihrt werden.

! registriert. Warenzeichen der Firma DuPont

Schritt 7




8. Schritt:

Federklemmen (wie in Abb. 8) oder ein Totgewicht zum
Aufbringen des Anpressdrucks wihrend der Aushirtung
verwenden. Fir Messwertaufnehmer sind 2,75 bis 4,80
bar empfehlenswert, fiir allgemeine Anwendungen 0,70
bis 4,80 bar. DMS-Ingtallation unter Anpressdruck in ei-
nen kalten Ofen geben und mit einer Aufheitrate von 3 bis
11 K pro Minute auf Aushdrttemperatur bringen. Wird die
Installation in einen heiBen Ofen eingebracht, kann die
Kleberschicht uneben werden und es kénnen sich in ihr
Gasblasen und hohe Eigenspannungen bilden. Tempera-
tur/Zeit-Empfehlungen zur Aushértung siehe Diagramm.

Schritt 8

9. Schritt:

Wenn der Aushérteprozess beendet ist, die Ofentempera
tur auf mindestens 55 °C abkiihlen lassen, bevor die Bau-
teile aus dem Ofen genommen werden. Entfernen Sie die
Klemme und das Mylarband. Es ist empfehlenswert, die
ganze DM S-Flache mit einem M-Line Rosin Solvent oder
Toluol abzuwaschen. Dies dient dazu, ales Restmastix
und andere Verunreinigungen zu entfernen. Nehmen Sie
ales mit einem Gazetupfer auf.

"Hot - Tack" - Methode der DMS-Installation

Dieses Verfahren verhindert Verschiebungen der DMS bei
der Applikation, ohne dass Klebebinder verwendet wer-
den miissen und ist besonders fiir den M-Bond 43-B und
den M-Bond 600 geeignet.

1. Nachdem die Schritte 1, 2 und 3 beendet sind, DM S
mit einer Pinzette aus dem Mylarheft entnehmen.

2. Klebeseite des DM S und die entsprechende Flache auf
dem Bauteil mit Klebstoff und legen Sie dies zum
Lufttrocknen fiir mindestens 15 Minuten beiseite. Der
M-Bond 43-B kann bis zu 24 Stunden trocknen.

3. Mit Pinzette DM S auf Bauteil positionieren. Eine ent-
sprechend gereinigte Dentalsonde ist dabei hilfreich.

4. Um den DMS zu befestigen, 15 bis 25 Watt Lotkolben
mit einer ungebrauchten konischen Spitze verwenden.
Wihrend man den DM S mit dem Mylarheft niederhélt,
an zwei gegeniiberliegenden Punkten mit der Lotkol-
benspitze kurz auf den DM S-Tréger driicken. Dadurch
wird der darunter liegende Klebstoff anpolymerisiert.
Man muss ein wenig experimentieren, um die richtige
Lotkolbentemperatur und die Kontaktzeit zum Anhef-

ten herauszufinden. Dies ist auch vom verwendeten
Klebstoff abhidngig und von der Warmeleitfahigkeit des
Grundmaterials.

5. Bel DMS ein offenem Gitter diinne Klebstoffschicht
auf das offene Gitter aufbringen und mindestens 5 Mi-
nuten trocknen lassen, bevor Teflonfilm aufgelegt wird
(siehe Schritt 7). Dann den Schritten 8 und 9 fortfah-
ren.

6. Empfehlungen fir die Aushartung

Es wird darauf hingewiesen, dass die folgenden Kurven
einen Temperatur/Zeit-Bereich darstellen. Die unteren
Grenzen fiir Zeit und Temperatur sollten, wenn maglich,
eingehalten werden, unter Berticksichtigung der Tempe-
raturgrenzen, die das Bauteil zulidsst (Achtung bei Alumi-
nium und Kupfer).

M-Bond 43-B: 2 Stunden bei + 190 °C

M-Bond 600: Aushirtetemperatur und -zeit dem fol-
genden Diagramm entnehmen.
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M-Bond 610: Aushirtetemperatur und -zeit dem fol-
genden Diagramm entnehmen.
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7. Nachhartung

Das Nachhirten ohne Anpressdruck kann fiir die Stabilitét
von Aufnehmerapplikationen niitzlich sein. Nachhirten
kann nach dem Schritt 9 oder nach dem Verdrahten des
Messwertaufnehmers erfolgen (abhiangig von den Tempe-
raturlimits des Lotmaterials und der Drahtisolation).

M -Bond 43-B: 2 Stunden bei +205 °C

M-Bond 600: 1 bis 2 Stunden mit mindestens + 30 °C
iiber der maximalen Betriebstemperatur
oder der Aushirtetemperatur

M-Bond 610: 2 Stunden mit mindestens + 40 °C iiber der
maximalen Betriebstemperatur oder der
Aushirtetemperatur

8. AbschlieBende Installationsschritte

1. Aus Katalog A-110 ein geeignetes Lo6tzinn auswihlen
und Messkabel anloten. FluBmittel und FuBmittelreste

miissen mit Rosin Solvent entfernt werden. DMS-L6t-
fahnen und Lotstiitzpunkte vor dem Loten durch leichtes
Abreiben mit Bimsstein oder einem Radiergummi reinigen.
Abreiben mit Bimsstein oder Radiergummi ist nicht erfor-
derlich bei DMS mit Anschlussdrihten (Optionen L und
LE) oder bei vorverzinnten Lotpunkten.

Siehe Tech Tip TT-606, Lottechniken fiir Leiterbefesti-
gung auf DMS mit Lotpunkten. Hinweise zu allgemeinen
Lotinstruktionen finden Sie im Tech Tip TT-609, DMS-
Lottechniken.

2. Schutzabdeckung auswéhlen und diese entsprechend
den im M-M Katalog A-110 gegebenen Empfehlungen
verarbeiten.

9. Dehnungsfahigkeiten

M-Bond 43-B:

1% bei - 269 °C

4%bei +24°C

2 % bei + 150 °C

M-Bond 600 und M-Bond 610:

1%be - 269 °C

3% von Raumtemperatur bis zu + 260 °C



